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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成形ウェッジの、下流方向に沿って合流して底部を形成する下向き傾斜成形面部分の対
を覆って、溶融ガラスを流すステップ、
　前記下向き傾斜成形面部分の対の少なくとも１つと交わっているエッジ誘導部材を覆っ
て、溶融ガラスを流すステップ、
　前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の表面の最低温度を、誘導による前記エ
ッジ誘導部材の加熱によって、前記エッジ誘導部材の表面上を流れる前記溶融ガラスの液
相線温度超に維持するステップ、および、
　前記成形ウェッジの前記底部から前記溶融ガラスを延伸してガラスシートを成形するス
テップ、
を有してなるガラスシートを作製するフュージョンドロー方法であって、
　前記エッジ誘導部材が、誘導により直接加熱される背面板を備え、かつ前記背面板の外
側表面の背後に誘導コイルが位置付けられていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記エッジ誘導部材が誘導により直接加熱され、かつ前記溶融ガラスに接触する前記エ
ッジ誘導部材の前記表面の背後に誘導コイルが埋め込まれていることを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項３】
　前記背面板の内側表面と前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の内側表面との
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間のエリアの少なくとも一部分が、２５℃で少なくとも１０Ｗ／（ｍ・Ｋ）の熱伝導率（
κ）を有する材料で満たされていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記背面板の内側表面と前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の内側表面との
うちの少なくとも一方が、０．５≦ε≦１．０の放射率（ε）を有するコーティングで被
覆されていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　下向き傾斜成形面部分の対を有する成形ウェッジであって、底部を形成しかつこれに沿
って溶融ガラスに対する延伸ラインを画成する、前記成形ウェッジの最下部で、前記下向
き傾斜成形面部分が合流している、成形ウェッジ、および、
　前記下向き傾斜成形面部分の対の少なくとも１つに接触している、エッジ誘導部材、
を備える、ガラスシートを下向きに延伸する装置であって、
　前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の表面の最低温度を、誘導による前記エ
ッジ誘導部材の加熱によって、前記エッジ誘導部材の表面上を流れる前記溶融ガラスの液
相線温度超に維持するために、前記エッジ誘導部材が、該エッジ誘導部材の表面の背後に
位置付けられた誘導加熱システムの構成要素を含み、
　前記エッジ誘導部材が、誘導により直接加熱される背面板を備え、かつ前記背面板の外
側表面の背後に誘導コイルが位置付けられていることを特徴とする装置。
【請求項６】
　前記誘導加熱システムの構成要素が、誘導コイルとスロット付き導電性プレートとのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記背面板の内側表面と前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の内側表面との
間のエリアの少なくとも一部分が、２５℃で少なくとも１０Ｗ／（ｍ・Ｋ）の熱伝導率（
κ）を有する材料で満たされていることを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項８】
　前記背面板の内側表面と前記溶融ガラスに接触する前記エッジ誘導部材の内側表面との
うちの少なくとも一方が、０．５≦ε≦１．０の放射率（ε）を有するコーティングで被
覆されていることを特徴とする請求項５記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は、その内容が引用されかつ以下に十分に明記されるかのようにその全体が参照
することにより本書に組み込まれる、２０１２年１２月２１日に出願された米国仮特許出
願第６１／７４０，５４１号および２０１３年９月２０日に出願された米国仮特許出願第
６１／８８０，３３２号の優先権の利益を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本明細書は、一般にガラスシートの製造に関し、より具体的には、エッジ誘導部材を用
いてガラスシートを作製する装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＬＣＤガラスシートなどの種々のガラス製品を成形するために、ガラス製造システムが
通常使用される。成形ウェッジを覆うように溶融ガラスを下向きに流すことによってガラ
スシートを製造するものが知られている。所望のガラスシート幅とエッジビード特性を得
るのを助けるために、成形ウェッジの対向する両端部にはエッジ誘導部材がしばしば設け
られる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　製造中、エッジ誘導部材上を通るガラスが冷えて失透し、エッジ誘導部材上に蓄積する
ことがある。この蓄積は、ガラスの形状に関連した欠陥や他の欠陥をもたらすことがあり
、並びにエッジ誘導部材の頻繁な交換を必要とし得る。従って、エッジ誘導部材上の失透
ガラスの蓄積を最小限に抑える方法が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本書で説明する実施形態は、誘導によって加熱されたエッジ誘導部材を用いてガラスシ
ートを作製する装置および方法に関する。
【０００６】
　一実施の形態によれば、ガラスシートを作製するフュージョンドロー方法は、成形ウェ
ッジの、下流方向に沿って合流して底部を形成する下向き傾斜成形面部分の対を覆うよう
に、溶融ガラスを流すステップを含む。この方法は、下向き傾斜成形面部分の対の少なく
とも１つと交わっているエッジ誘導部材を覆うように、溶融ガラスを流すステップをさら
に含む。さらにこの方法は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少なくとも一
部分の最低温度を、誘導によるエッジ誘導部材の加熱によって、既定温度超に維持するス
テップを含む。この方法はさらに、成形ウェッジの底部から溶融ガラスを延伸してガラス
シートを成形するステップを含む。
【０００７】
　別の実施形態において、ガラスシートを下向きに延伸する装置は、下向き傾斜成形面部
分の対を有する成形ウェッジを備え、これらの下向き傾斜成形面部分は、底部を形成しか
つこれに沿って溶融ガラスに対する延伸ラインを画成する、成形ウェッジの最下部で合流
している。この装置は、下向き傾斜成形面部分の対の少なくとも１つに接触している、エ
ッジ誘導部材をさらに備える。エッジ誘導部材は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材
の表面の少なくとも一部分の最低温度を、誘導によるエッジ誘導部材の加熱によって既定
温度超に維持するために、エッジ誘導部材の表面の背後に位置付けられた誘導コイルを含
む。
【０００８】
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、種々の実施形態を説明したものである
こと、そして請求される主題の本質および特徴を理解するための概要または構成を提供す
るよう意図されているものであることを理解されたい。添付の図面は、種々の実施形態の
さらなる理解を提供するために含まれ、本明細書に組み込まれかつその一部を構成する。
図面は本書で説明される種々の実施形態を示し、そしてその説明とともに、請求される主
題の原理および動作の説明に役立つ。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ガラスを作製するための装置の概略図
【図２】図１の線２－２に沿った装置の断面斜視図であり、第１の例の熱シールド装置を
示した図
【図２Ａ】別の例の熱シールド装置を備えた装置の斜視図
【図３】誘導加熱システムの概略図と共に示した、誘導加熱エッジ誘導部材の斜視図
【図４】誘導コイルの構成の斜視図
【図５Ａ】誘導加熱システムの構成要素の代替の実施形態の斜視図
【図５Ｂ】誘導加熱システムの構成要素の代替の実施形態の斜視図
【図６Ａ】背面板と背面板の背後に位置付けられた誘導コイルとを備えたエッジ誘導部材
の断面図
【図６Ｂ】背面板と背面板の背後に位置付けられた誘導コイルとを備えたエッジ誘導部材
の斜視図
【図７】背面板の内側表面と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の内側表面との間のエ
リアが熱伝導ビーズで満たされている、背面板を備えたエッジ誘導部材の斜視図
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　ここで、ガラスシートの製造において使用される種々の実施形態と、これを組み込んだ
ガラス製造プロセスを詳細に参照する。可能な限り、図面を通じて、同じまたは類似の部
分の参照に同じ参照番号を使用する。ガラスシート材料は概して、ガラスバッチ材料を溶
解して溶融ガラスを形成し、その後溶融ガラスをガラスシートに成形することにより形成
することができる。例示的なプロセスとして、フロートガラスプロセス、スロットドロー
プロセス、およびフュージョンダウンドロープロセスが挙げられる。
【００１１】
　図１は、ガラスシート１２などのガラスを作製するための装置１０の概略図を示してい
る。装置１０は、貯蔵容器１８からバッチ材料１６を受け入れるように構成された溶解槽
１４を備え得る。バッチ材料１６は、モータ２２で動くバッチ送出装置２０によって溶解
槽１４に導入され得る。モータ２２を作動させるために随意的なコントローラ２４を提供
してもよく、さらに溶融ガラスレベルプローブ２８を用いて直立管３０内のガラス溶融物
レベルを測定し、測定された情報をコントローラ２４に伝えてもよい。
【００１２】
　装置１０はさらに、溶解槽１４の下流に位置しかつ第１の接続管３６によって溶解槽１
４に連結された、清澄管などの清澄槽３８を備え得る。攪拌チャンバなどの混合槽４２を
清澄槽３８の下流にさらに設けてもよく、さらにボウルなどの送出槽４６を混合槽４２の
下流に設けてもよい。図示のように、第２の接続管４０が清澄槽３８を混合槽４２に連結
してもよく、また第３の接続管４４が混合槽４２を送出槽４６に連結してもよい。さらに
図示されているように、下降管４８が、送出槽４６から成形槽６０の注入口５０へとガラ
ス溶融物を送出するように位置付けられ得る。図示のように、溶解槽１４、清澄槽３８、
混合槽４２、送出槽４６、および成形槽６０は、装置１０に沿って連続して設けられ得る
、ガラス溶解ステーションの例である。
【００１３】
　溶解槽１４は典型的には、耐火（例えば、セラミック）レンガなどの耐火性材料から作
製される。装置１０はさらに、典型的には白金、または白金ロジウム、白金イリジウム、
およびこれらを組み合わせたものなどの白金含有金属から作製された構成要素を含み得る
が、これらの構成要素はさらに、モリブデン、パラジウム、レニウム、タンタル、チタン
、タングステン、ルテニウム、オスミウム、ジルコニウム、およびこれらの合金などの耐
火金属、および／または二酸化ジルコニウムを含み得る。白金含有構成要素は、第１の接
続管３６、清澄槽３８、第２の接続管４０、直立管３０、混合槽４２、第３の接続管４４
、送出槽４６、下降管４８、および注入口５０の、１以上を含み得る。成形槽６０も耐火
性材料から作製され得、ガラスシート１２を成形するように設計される。
【００１４】
　図２は、図１の線２－２に沿った装置１０の断面斜視図である。図示のように成形槽６
０は、下向き傾斜成形面部分６６ａ、６６ｂの対を備えた成形ウェッジ６２を含み、下向
き傾斜成形面部分６６ａ、６６ｂの対は、成形ウェッジ６２の対向する両端部６４ａ、６
４ｂ間に延在し得る。下向き傾斜成形面部分６６ａ、６６ｂは下流方向６８に沿って合流
して底部７０を形成する。延伸平面７２が底部７０を通って延在し、ガラスシート１２は
延伸平面７２に沿って下流方向６８に延伸され得る。図示のように延伸平面７２は底部７
０を二等分するものとし得るが、延伸平面７２は底部７０に対し他の向きに延在するもの
とすることもできる。本開示の態様は種々の成形槽で使用することができる。例えば本開
示の態様を、その全体が参照することにより本書に組み込まれる２００９年５月２１日に
出願された米国仮特許出願第６１／１８０，２１６号明細書において開示された、成形本
体からの放射熱損失を減少させる装置で使用してもよい。
【００１５】
　成形槽６０は、下向き傾斜成形面部分６６ａ、６６ｂの対の少なくとも一方と交わる、
エッジ誘導部材を含み得る。さらなる例において、エッジ誘導部材は下向き傾斜成形面部
分６６ａ、６６ｂの両方に交わったものとし得る。さらに、または代わりに、エッジ誘導
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部材を成形ウェッジ６２の対向する両端部の夫々に位置付けてもよい。例えば図１に示さ
れているように、エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂを成形ウェッジ６２の対向する両端部６
４ａ、６４ｂの夫々に、各エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂが下向き傾斜成形面部分６６ａ
、６６ｂの両方と交わるように構成された状態で位置付けてもよい。さらに図示のように
各エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂは互いに実質的に同一であるが、さらなる例においてエ
ッジ誘導部材は異なる特性を有するものでもよい。本開示の態様によれば、種々の成形ウ
ェッジおよびエッジ誘導部材の構成を使用することができる。例えば本開示の態様は、夫
々その全体が参照することにより本書に組み込まれる、米国特許第３，４５１，７９８号
明細書、同第３，５３７，８３４号明細書、同第７，４０９，８３９号明細書、および／
または２００９年２月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／１５５，６６９号明細
書において開示された、成形ウェッジおよびエッジ誘導部材の構成で使用することができ
る。
【００１６】
　図２および２Ａは、本開示の態様で使用され得るエッジ誘導部材の単なる一例を示して
いる。いくつかの例において第２のエッジ誘導部材８０ｂは第１のエッジ誘導部材８０ａ
と類似または一致し得るという理解の下、第１のエッジ誘導部材８０ａを説明する。均一
なガラスシートを提供するためには、同一のエッジ誘導部材を提供すると有益になり得る
が、多様なガラスシート特性を提供する、および／または種々の成形槽構成を受け入れる
ために、エッジ誘導部材は異なる特徴を有し得る。
【００１７】
　図２および２Ａは、成形ウェッジ６２の第１の下向き傾斜成形面部分６６ａに対して位
置付けられた、第１のエッジ誘導部材８０ａの第１の側を示している。図示されていない
が第１のエッジ誘導部材８０ａは、成形ウェッジ６２の第２の傾斜成形面部分６６ｂに対
して位置付けられた、第２の側をさらに含む。第１のエッジ誘導部材８０ａの第２の側は
、底部７０を二等分する延伸平面７２に関して第１の側の鏡像である。図示のように第１
の側は、成形ウェッジ６２の第１の下向き傾斜成形面部分６６ａと交わる、第１の表面８
２を含む。図示されていないが第１のエッジ誘導部材８０ａの第２の側も、成形ウェッジ
６２の第２の傾斜成形面部分６６ｂと交わる、実質的に同一の表面を含む。
【００１８】
　成形ウェッジ６２の対向する両端部６４ａ、６４ｂの夫々は、対応する第１および第２
のエッジ誘導部材８０ａ、８０ｂの横方向の位置付けを助けるように設計された、保持ブ
ロック８４と共に提供してもよい。随意的には、図示のように、第１のエッジ誘導部材８
０ａは上方部分８６および下方部分８８を含み得る。下方部分８８はいくつかの例におい
て、第１の対向端部６４ａの第１のエッジ誘導部材８０ａを第２の対向端部６４ｂの第２
のエッジ誘導部材８０ｂに結合させるものでもよい。エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂを一
緒に結合させると、成形ウェッジ６２に対するエッジ誘導部材８０ａ、８０ｂの組立てを
単純化するのに有益になり得る。さらなる例において、エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂの
上方部分８６は別々に提供され得る。例えば図示のように、第１のエッジ誘導部材８０ａ
を第２のエッジ誘導部材８０ｂから分離させ、かつ成形ウェッジ６２の下向き傾斜成形面
部分６６ａ、６６ｂの対の夫々に対して独立して組み立ててもよい。特定の構成では、結
合されていない上方部分８６を提供すると、エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂの製造を単純
化することができる。各エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂは、成形ウェッジ６２に対して異
なる表面を提供することによって、様々な向きおよび形状を有し得る。
【００１９】
　ガラスを作製するための装置１０は、ガラスリボンが成形ウェッジ６２の底部７０から
延伸されるときにガラスリボンの対応するエッジに係合するように構成された、エッジロ
ーラ対を備えた、少なくとも１つのエッジローラ装置をさらに含み得る。このエッジロー
ラ対はガラスシートのエッジを適切に仕上げるのを助ける。エッジローラの仕上げは、所
望のエッジ特性と、下向き傾斜成形面部分６６ａ、６６ｂの対に関連するエッジ誘導部材
の対向する両表面から牽引される溶融ガラスのエッジ部分の適切な融合とを実現する。一
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例においてエッジローラは、底部７０から延伸されているガラスの粘性領域内の種々の位
置に設けられ得る。例えばエッジローラを、底部７０のすぐ下から底部７０の約１５イン
チ（３８．１ｃｍ）下方の位置までの範囲に設けてもよいが、さらなる例では他の位置が
考えられ得る。さらに別の例では、エッジローラを、底部７０の下方約８インチ（２０．
３２ｃｍ）から約１０インチ（２５．４ｃｍ）までの範囲の位置に設けてもよい
　図１に示されているように、第１のエッジローラアセンブリ１３０ａは第１のエッジ誘
導部材８０ａに関連付けられ、第２のエッジローラアセンブリ１３０ｂは第２のエッジ誘
導部材８０ｂに関連付けられる。さらに図示のように各エッジローラアセンブリ１３０ａ
、１３０ｂは互いに実質的に同一であるが、さらなる例においてエッジローラのこれらの
対は異なる特性を有し得る。
【００２０】
　図２は、本開示の態様で使用され得るエッジローラアセンブリの例を示している。いく
つかの例において第２のエッジローラアセンブリ１３０ｂは第１のエッジローラアセンブ
リ１３０ａと類似または一致し得るという理解の下、第１のエッジローラアセンブリ１３
０ａを説明する。図２に示されているように第１のエッジローラアセンブリ１３０ａは、
第１のエッジローラ１３２ａおよび第２のエッジローラ１３２ｂを備えた第１のエッジロ
ーラ対１３２を含む。エッジローラ１３２ａ、１３２ｂは、ガラスシート１２の第１の面
と第２の面とに同時に係合するように構成されている。第１のエッジローラアセンブリ１
３０ａは、第１のエッジローラ１３２ａに取り付けられた第１のシャフト１３４ａと第２
のエッジローラ１３２ｂに取り付けられた第２のシャフト１３４ｂとをさらに含む。第１
および第２のシャフト１３４ａ、１３４ｂはシール板１３６を通って延在し、モータ（図
示なし）によって回転可能に駆動されるように構成されている。シール板１３６は、モー
タ１３８を収容しているエリアにつながる開口を閉鎖できるように構成されている。シー
ル板は、耐火性材料、鋼、または他の断熱材を含んで、この収容エリア内に位置している
モータおよび／または他の機構の高感度な構成要素を保護することができる。
【００２１】
　成形槽６０には、エッジ誘導部材８０ａ、８０ｂの少なくとも１つに関連付けられる熱
シールドを含む、熱シールド装置をさらに設けてもよい。熱シールドは、対応するエッジ
誘導部材８０ａ、８０ｂから非標的エリアへの熱損失、特に冷却されたエッジローラへの
熱損失を、低減するように構成されている。この非標的エリアは、ガラス製造装置の近接
エリアおよび／またはエッジ誘導部材から熱伝達を受ける可能性のある他の位置を含み得
る。図１に示されているように、第１の熱シールド装置１１０ａは第１のエッジ誘導部材
８０ａに関連付けられる第１の熱シールド１２０ａを含む。同様に、第２の熱シールド装
置１１０ｂは第２のエッジ誘導部材に関連付けられる第２の熱シールド１２０ｂを含む。
さらに図示のように各熱シールド装置１１０ａ、１１０ｂは互いに実質的に同一であるが
、さらなる例において熱シールド装置は異なる特性を有するものでもよい。エッジ誘導部
材に類似した熱遮蔽を提供するためには、同一の熱シールド装置を提供すると有益になり
得るが、種々の成形槽構成を受け入れるために、熱シールド装置は異なる特徴を有し得る
。
【００２２】
　図２は、本開示の態様で使用され得る熱シールド装置の単なる一例を示している。いく
つかの例において第２の熱シールド装置１１０ｂは第１の熱シールド装置１１０ａと類似
または一致し得るという理解の下、第１の熱シールド装置１１０ａを説明する。
【００２３】
　第１の熱シールドは、第１のエッジ誘導部材の一部分または全体の下方に位置付けられ
得、成形ウェッジの長い寸法に対して概して長さ方向に、エッジローラシャフトに極近接
して延在する。図２に示されているように、第１の熱シールド１２０ａは、第１のエッジ
誘導部材８０ａの一部分のみの下方に位置するように位置付けられ得る。第１の熱シール
ド１２０ａを第１のエッジ誘導部材８０ａの一部分のみの下の位置に提供すると、非標的
エリアへの熱損失を十分に低減することができると同時に、成形ウェッジ６２の底部７０
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から延伸されている溶融ガラスとの考えられる干渉を回避することができる。
【００２４】
　また第１の熱シールドは、第１のエッジ誘導部材全体の下方に延在するものでもよい。
例えば図２Ａは、第１のエッジ誘導部材８０ａに関連付けられる別の例の第１の熱シール
ド装置２１０ａを示している。図示のように第１の熱シールド装置２１０ａは、ガラスシ
ート１２の対応するエッジ１３の内側で終端する端部２２４を備えた、熱プレート２２２
を含む。一例では、熱プレート２２２が単にガラスシート１２の片面に対して延在するこ
とで、熱シールドを第１のエッジ誘導部材全体の下方に延在させることができる。あるい
は図示のように、熱プレート２２２がスロット２２６を含んで、エッジ１３およびガラス
シート１２の対応するエッジ部分に通路を提供してもよい。従って、熱プレート２２２の
端部２２４はガラスシート１２の両面に対して延在し、同時に熱シールドは第１のエッジ
誘導部材８０ａの全体の下方に延在することが可能になる。熱シールドを、第１のエッジ
誘導部材８０ａの全体の下方に延在するように位置付けると、第１のエッジ誘導部材８０
ａから非標的エリアへの熱損失を最小限にすることができる。
【００２５】
　図３は、下向き傾斜成形面部分６６ａ´、６６ｂ´の対を有する成形ウェッジ６２´に
対して組み立てられる、一例のエッジ誘導部材８０´を示している。エッジ誘導部材８０
´は上方部分８６´および下方部分８８´を含み、エッジ誘導部材８０´および成形ウェ
ッジ６２´は図３に左下斜視図で示されている。エッジ誘導部材８０´の表面の背後に位
置付けられているのは、誘導コイル９０である。誘導コイル９０は、誘導コイル９０に交
流電流が十分に印加されたときにエッジ誘導部材８０´に所望の量の誘導加熱をもたらす
のに十分な、複数の巻きを有する。
【００２６】
　図３は、誘導によるエッジ誘導部材８０´の加熱を助けるために使用され得る誘導加熱
システム１０００の概略図をさらに示している。誘導加熱システム１０００は、交流電流
電力供給部５００、ヒートステーション５５０、冷却流体を供給するための冷却装置４０
０、およびコントローラ６００を含む。誘導加熱システム１０００はさらに、冷却流体流
を冷却装置４００から、交流電流電力供給部５００、ヒートステーション５５０、誘導コ
イル９０への他、誘導コイル９０から冷却流体流を冷却装置４００に戻すように導くため
の冷却流体出力ライン４５２へと導く、冷却流体入力ライン４０２を含む。さらに誘導加
熱システム１０００は、交流電流電力供給部５００、ヒートステーション５５０、および
誘導コイル９０の間に、電気回路５０２、５０４、５０６、および５０８を含む。誘導加
熱システム１０００はさらに、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少なくとも
一部分の最低温度などのエッジ誘導部材８０´の誘導加熱の管理された制御をコントロー
ラ６００が実現することを可能にする、制御ループ６０２を含む。
【００２７】
　好適な実施形態において、冷却流体は水である。
【００２８】
　動作時には、交流電流が電気回路５０２、５０４、５０６、および５０８を介して交流
電流電力供給部５００からヒートステーション５５０および誘導コイル９０へと供給され
、同時に冷却流体が冷却装置４００から、交流電流電力供給部５００、ヒートステーショ
ン５５０、および誘導コイル９０を通って冷却流体入力ライン４０２および冷却流体出力
ライン４５２を経由して導かれる。交流電流の量および周波数、並びに冷却流体の流量は
、エッジ誘導部材８０´の誘導加熱の管理された制御を実現するようにコントローラ６０
０および制御ループ６０２によって同時に制御され得る。このような制御は、例えば、コ
ンピュータ処理ユニットを含んでもよく、またはコンピュータ処理ユニットに転送しても
よく、またこのユニットは、当業者には周知のプロセス制御方法に従って、例えばフィー
ドバック制御またはフィードフォワード制御を処理することができる。
【００２９】
　さらにこの制御によれば、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少なくとも一
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部分の最低温度が可能な限り一定温度に近い定常状態に維持されるように、エッジ誘導部
材を誘導によって加熱することを可能にすることができる。例えば、溶融ガラスに接触す
るエッジ誘導部材の表面の少なくとも一部分の最低温度を、その変化が±１０℃以内、例
えば±５℃以内、さらに例えば±２℃以内、またさらに例えば±１℃以内などの既定温度
で、既定期間の間定常状態に維持することができる。この既定期間は、限定するものでは
ないが、１時間から１０年間、例えば１０時間から５年間、さらに例えば２０時間から１
年間などを含む、少なくとも１時間、例えば少なくとも１０時間、さらに例えば少なくと
も２５時間などとし得る。
【００３０】
　この最低温度は、限定するものではないが好適な実施形態において、エッジ誘導部材上
の失透ガラスの蓄積を最小限に抑えるため、エッジ誘導部材の表面上を流れる溶融ガラス
の液相線温度を超えて少なくとも維持されるべきである。例えば特定の好適な実施形態に
おいて、溶融ガラスはホウケイ酸ガラスであり、最低温度はホウケイ酸ガラスの液相線温
度を超えて維持されるべきである。特定の好適な実施形態において、溶融ガラスに接触す
るエッジ誘導部材の表面は、１０００℃から１７００℃を含む、また１１００℃から１６
００℃を含む、さらに１１５０℃から１４００℃を含む、１１５０℃超、例えば１２００
℃超、さらに例えば１２５０℃超などに維持される。
【００３１】
　エッジ誘導部材８０´、誘導コイル９０、および誘導加熱システム１０００は、例えば
溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少なくとも一部分の最低温度を変化させる
ことを要求する可能性のある既定要因に応えて、この溶融ガラスに接触するエッジ誘導部
材の表面の少なくとも一部分の最低温度の急速な変化を可能にするようにさらに構成され
得る。例えば、エッジ誘導部材上を流れるガラスの組成が、その液相線温度も変化するよ
うに変化した場合、エッジ誘導部材の表面の少なくとも一部分の最低温度が対応して変化
する可能性もある。これに関連してコントローラ６００を、誘導加熱システムを制御する
だけではなく図１に示した装置全体を制御する働きもする、制御アルゴリズムに組み込む
ことも可能であり、このときエッジ誘導部材の表面の温度は、限定するものではないが、
ガラス組成、ガラス温度、ガラス失透温度、ガラス粘度、およびガラス流量を含む、任意
の数のプロセスパラメータあるいは測定されたまたは所望のガラス特性に応えて、あるい
はこれらを予想して、変化させることも可能である。
【００３２】
　例えば本書で開示される実施形態は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少
なくとも一部分の最低温度を、１０００℃から１４００℃までなど少なくとも１０００℃
の温度で、１分間当たり少なくとも２０℃など１分間当たり少なくとも１０℃、例えば１
分間当たり１０℃から１分間当たり３０℃までなどの速さで変化させ得るものを含む。
【００３３】
　誘導コイル９０は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の少なくとも一部分の
最低温度を、誘導によるエッジ誘導部材８０´の直接加熱によって既定温度を超えて維持
することを可能とするような形で、エッジ誘導部材８０´の表面の背後に構成され得る。
これに関連して、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の温度がエッジ誘導部材の
表面上のある点またはエリアでの最高温度からエッジ誘導部材の表面上の他の点またはエ
リアでのより低い温度まで変化するように、誘導コイル９０は、エッジ誘導部材８０´の
単位面積当たりのコイル密度が可変であるように、および／またはエッジ誘導部材８０´
から可変の距離に位置付けられるように構成され得る。このように、エッジ誘導部材の表
面上の最高温度と最低温度との間の差が既定量だけ変化する温度プロファイルが、エッジ
誘導部材の表面に存在し得る。
【００３４】
　例えば、図３に示されている実施形態において誘導コイル９０は、エッジ誘導部材の上
方部分８６´の表面の背後よりもエッジ誘導部材の下方部分８８´の表面の背後に埋め込
まれたコイルの密度の方が大きくなるように構成されている。この実施形態では、溶融ガ
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ラスがエッジ誘導部材８０´上を流れるとき、エッジ誘導部材の表面の局所的最高温度は
エッジ誘導部材８０´の下方部分８８´のある点またはエリアの位置になると期待される
であろう。
【００３５】
　他の実施形態（図示なし）は、誘導コイル９０の単位面積当たりのコイル密度がエッジ
誘導部材８０´の全表面の背後でより均一であるものを含み得る。さらなる実施形態（図
示なし）は、エッジ誘導部材の下方部分８８´の表面の背後よりもエッジ誘導部材８０´
の上方部分８６´の表面の背後に埋め込まれたコイルの密度の方が大きくなるように誘導
コイル９０が構成されたものを含み得る。
【００３６】
　例えば本書で開示される実施形態は、エッジ誘導部材の表面上に、溶融ガラスに接触す
るエッジ誘導部材の表面の最高温度がエッジ誘導部材の表面の最低温度よりも少なくとも
２５℃高い、例えば少なくとも５０℃高い、さらに例えば少なくとも１００℃高いような
、温度プロファイルが存在しているものを含む。例えば本書で開示される実施形態は、エ
ッジ誘導部材の表面の最高温度と最低温度との間の差が、例えば５０℃から１５０℃まで
など、２５℃から２５０℃までであるものを含み得る。この温度プロファイルは、エッジ
誘導部材の表面の位置に対する温度の関数として、略線形または非線形になり得る。
【００３７】
　本書で開示される実施形態は、誘導によってエッジ誘導部材に提供される熱が、エッジ
誘導部材の表面の位置に応じて既定のプロファイルに従って変化するものを含む。例えば
例示的な実施形態において、誘導によりエッジ誘導部材に提供される熱は、エッジ誘導部
材の表面の鉛直位置に応じて増加または減少するものでもよい。好適な実施形態において
、誘導によりエッジ誘導部材に提供される熱は、エッジ誘導部材の表面の鉛直位置が下が
るにつれて増加する。
【００３８】
　例えば誘導コイルは、エッジ誘導部材の表面への熱伝達効率を最大にするような形で、
および／またはエッジ誘導部材の種々の表面に対してより均一な熱流束を提供するような
形で構成され得る。例えば図４に示されているように、誘導コイルは、コイルが少なくと
も３つのエリアを通って延在するように構成してもよく、第１のエリア９０Ａはエッジ誘
導部材の中心に最も近く（以下、「中心エリア」と称する）、また他の２つのエリア９０
Ｂ、９０Ｃは中心エリアの両サイドに位置する（以下、夫々「第１翼エリア」および「第
２翼エリア」と称する）。図４に示したものなどの特定の例示的な実施形態において、中
心エリアに延在するコイルの部分は、第１翼エリアおよび第２翼エリアに対して前方に突
き出すように構成されている。図４に示したものなどの特定の例示的な実施形態において
、中心エリア内のコイルの部分は、そのコイルが第１翼エリア内および第２翼エリア内の
コイルの部分の鉛直範囲よりも大きい範囲まで、鉛直Ｖに延在するように構成され、また
第１翼エリア内および第２翼エリア内のコイルの部分は、これらのコイルが中心エリア内
のコイルの部分の水平範囲よりも大きい範囲まで、水平Ｈに延在するように構成される。
図４に示したものなどの特定の例示的な実施形態において、中心エリア内のコイルの部分
は、中心軸ＣＡの周りで輪になった概して平行な少なくとも３つのループを有し、また第
１翼エリア内のコイルの部分および第２翼エリア内のコイルの部分は夫々、第１翼軸１Ｗ
Ａおよび第２翼軸２ＷＡの周りで夫々輪になった概して平行な少なくとも２つのループを
有し、ここで第１翼軸および第２翼軸は、中心軸に垂直な平面Ｐ上の点Ｘで交わる。
【００３９】
　本書で開示される実施形態は、エッジ誘導部材８０´が、白金、イリジウム、パラジウ
ム、ロジウム、およびこれらの少なくとも１つを含む合金、から成る群から選択された少
なくとも１つの材料を含むものを含む。特に好適な実施形態において、エッジ誘導部材８
０´は白金を含む。エッジ誘導部材８０´は、白金とスズとの合金を含んでもよい。
【００４０】
　エッジ誘導部材８０´の厚さは、限定するものではないが、約１ミリメートルを含む１
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０ミリメートル未満、例えば０．５から５ミリメートルなどであることが好ましい。この
厚さは比較的一定のものでもよいし、あるいは可変のものでもよい。
【００４１】
　誘導によるエッジ誘導部材の直接加熱が望ましい特定の例示的な実施形態において、エ
ッジ誘導部材の最高温度が望ましい場合、誘導コイル９０を好適にはエッジ誘導部材の表
面にできる限り近づけてエッジ誘導部材８０´の表面の背後に埋め込むべきである。例え
ば好適な実施形態では、エッジ誘導部材８０´の内側表面に最も近いコイルの部分がエッ
ジ誘導部材８０´の内側表面から、１０ミリメートル未満、例えば５ミリメートル未満、
さらに例えば２ミリメートル未満などとなるように誘導コイル９０は構成され得る。
【００４２】
　本書で開示される実施形態は、誘導コイル９０が、銅、ニッケル、白金、金、銀、およ
びこれらの少なくとも１つを含む合金、から成る群から選択された少なくとも１つの材料
を含むものを含む。特に好適な実施形態において、誘導コイル９０は銅を含む。
【００４３】
　特定の例示的な実施形態において誘導コイル９０は、例えば熱的保護、機械的保護、お
よび／または腐食保護を提供する、少なくとも１つの材料で被覆され、絶縁され、スリー
ブされ、またはこれに埋め込まれ得る。例えば特定の例示的な実施形態では、誘導コイル
を、アルミナおよびシリカから成る群から選択された少なくとも１つの材料を含む繊維材
料内にスリーブしてもよい。
【００４４】
　例えば本書の実施形態は、誘導コイル９０が、その外径が２から１５ミリメートル、例
えば４から１０ミリメートル、さらに例えば４から７ミリメートルなどである銅管を含む
ものを含む。この実施形態において、銅管は例えば、０．５から１ミリメートルの半径方
向の厚さを有し得る。
【００４５】
　エッジ誘導部材８０´が白金を含む場合、誘導コイル９０は好適には、エッジ誘導部材
の表面の少なくとも一部分の最低温度が例えば１１００℃から１６００℃、さらに例えば
１２００℃から１５００℃などの、１０００℃から１７００℃を含む、少なくとも１００
０℃、例えば少なくとも１１００℃、さらに例えば少なくとも１１５０℃、さらに例えば
少なくとも１２００℃、さらに例えば少なくとも１２５０℃、またさらに例えば少なくと
も１３００℃などとなるように、白金の誘導加熱を可能にするように構成されるべきであ
る。この誘導加熱は、誘導コイル９０の単位面積当たりの巻の数、誘導コイル９０とエッ
ジ誘導部材８０´の内側表面との近さ、および交流電流電力供給部５００から誘導コイル
９０に供給される交流電流の量および周波数、に依存する。
【００４６】
　限定するものではないが、好適な実施形態は電力供給部が、例えば出力５から１５ｋＷ
などの出力２から２０ｋＷを含む、少なくとも出力５ｋＷ、例えば少なくとも出力７．５
ｋＷ、さらに例えば少なくとも出力１０ｋＷ、さらに例えば少なくとも出力１５ｋＷと、
また少なくとも５０ｋＨｚ、例えば少なくとも１００ｋＨｚ、さらに例えば少なくとも１
５０ｋＨｚ、例えば５０ｋＨｚから２５０ｋＨｚなどの周波数の交流電流とを提供するも
のを含む。
【００４７】
　冷却流体は、誘導コイル９０の望ましくない軟化、変形、または溶解を防ぐと同時に交
流電流電力供給部５００を十分に冷却した状態に保つ、流量および温度で提供され得る。
例えば冷却水を、冷却装置４００から誘導コイル９０へ、約２５℃を含む約０℃から約５
０℃の温度で提供してもよい。冷却流体の流量は、例えば、１分間当たり約１リットルか
ら１分間当たり約５リットルまでなど、１分間当たり約０．５リットルから１分間当たり
約１０リットルまでの範囲でもよい。
【００４８】
　図３は、エッジ誘導部材８０´の表面の背後に単一の誘導コイル９０が埋め込まれたも
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のを示しているが、本書における実施形態は、少なくとも２つの誘導コイル（図示なし）
がエッジ誘導部材の表面の背後に埋め込まれたものを含む。これらの誘導コイルは夫々誘
導加熱システムに接続され得、これらの誘導加熱システムは互いに独立して、あるいは互
いに呼応して動作する。例えば少なくとも２つの誘導コイルは、例えば、電力供給部から
各コイルに供給される交流電流の量および周波数を制御することによって、および／また
は、各コイルを通る冷却流体流の流量を制御することによって、別々に制御され得る。
【００４９】
　少なくとも２つの別々に制御される誘導コイルが使用される場合、例えば、少なくとも
２つの別々に制御される誘導コイルのうちの第１のコイルを第１のエリア内に位置付け、
かつ少なくとも２つの別々に制御される誘導コイルのうちの第２のコイルを第２のエリア
内に位置付けるように、これらの誘導コイルを位置付けてもよい。例えばこれらのコイル
は、第１の誘導コイルに供給される電力が第２の誘導コイルに供給される電力よりも、少
なくとも１０％大きく、例えば少なくとも２０％大きく、さらに例えば少なくとも３０％
大きく、さらに例えば少なくとも４０％大きく、さらに例えば少なくとも５０％大きくな
るように、位置付けられ得る。例えば、第１の誘導コイルに供給される電力は７．５ｋＷ
から５０ｋＷの範囲内でもよく、一方第２の誘導コイルに供給される電力は５ｋＷから２
５ｋＷの範囲内でもよい。
【００５０】
　例えば少なくとも２つの誘導コイルがエッジ誘導部材の表面の背後に埋め込まれる場合
、特定の例示的な実施形態では、エッジ誘導部材の第１の表面エリアでエッジ誘導部材の
第２の表面エリアに比べて異なる温度特性またはプロファイルを提供するように、これら
の誘導コイルをエッジ誘導部材の異なる表面エリアの背後に埋め込んでもよい。この異な
る温度特性またはプロファイルは、例えば、少なくとも２つの誘導コイルに異なった量の
電力を供給することによって可能になり得る。例えば、少なくとも２つの別々に制御され
る誘導コイルのうちの第１のコイルをエッジ誘導部材の第１の表面エリアの背後に埋め込
み、かつ少なくとも２つの別々に制御される誘導コイルのうちの第２のコイルをエッジ誘
導部材の第２の表面エリアの背後に埋め込み、さらにこのとき第１の誘導コイルに供給さ
れる電力が第２の誘導コイルに供給される電力よりも、少なくとも１０％大きく、例えば
少なくとも２０％大きく、さらに例えば少なくとも３０％大きく、さらに例えば少なくと
も４０％大きく、さらに例えば少なくとも５０％大きくなるように、これらのコイルをエ
ッジ誘導部材の背後に埋め込んでもよい。例えば、第１の誘導コイルに供給される電力は
７．５ｋＷから５０ｋＷの範囲内でもよく、一方第２の誘導コイルに供給される電力は５
ｋＷから２５ｋＷの範囲内でもよい。
【００５１】
　例えばこれらのコイルを、第１の表面の最高温度が第２の表面の最高温度よりも少なく
とも１０℃高く、例えば少なくとも２５℃高く、さらに例えば少なくとも５０℃高く、さ
らに例えば少なくとも１００℃高くなるように、エッジ誘導部材の背後に埋め込んでもよ
い。好適な実施形態において、第１の表面はエッジ誘導部材の下方部分に位置し、かつ第
２の表面はエッジ誘導部材の上方部分に位置する。
【００５２】
　図３では１つのエッジ誘導部材８０´のみが成形ウェッジ６２´に対して組み立てられ
て示されているが、（エッジ誘導部材８０´に類似の）第２の誘導加熱エッジ誘導部材が
さらに成形ウェッジの反対側の端部（図示なし）に組み立てられ得ることを理解されたい
。
【００５３】
　さらに図３は、冷却流体が継続的に誘導加熱システム１０００内を循環するように冷却
流体を供給しかつ冷却流体が戻る単一の冷却流体源（例えば、冷却装置４００）を示して
いるが、本書における実施形態は、冷却流体が２以上の供給源（例えば、冷却装置４００
と家庭用水との組合せ）など冷却装置４００以外の供給源から供給され、（全てではない
が）いくらかの冷却流体が入力ライン４０２および出力ライン４５２を通った循環の後に
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冷却装置４００に戻されないようなものを含み得ることを理解されたい。
【００５４】
　上述の実施形態は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材のいくつかの部分が誘導によ
って直接加熱されるものを含んでいるが、本書で開示される実施形態は、エッジ誘導部材
の少なくとも１つの他の部分（例えば、溶融ガラスに接触していない部分）および／また
はエッジ誘導部材に極近接している少なくとも１つの他の影響を受けやすい材料が、誘導
によって直接加熱されて、このエッジ誘導部材の少なくとも１つの他の部分および／また
は他の影響を受けやすい材料から、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の１以上の部分
へと、熱が伝達されるようなものも含む。このやり方では、溶融ガラスに接触するエッジ
誘導部材のいくつかの部分は依然として誘導により加熱されるが、上述した実施形態より
も間接的なやり方で加熱される。図３に示されている誘導加熱システムは、より間接的な
この誘導加熱方法に適用することができる。
【００５５】
　図５Ａおよび５Ｂは、本書で開示される誘導加熱システムの構成要素の代替の実施形態
の斜視図を概略的に示したものである。図５Ａおよび５Ｂに示されている実施形態におい
て、誘導コイルは、交流電流電力供給部によって供給される交流電流を伝導するように構
成された、スロット付き導電性プレート９２に置き換えられる。冷却流体は、図５Ａに示
されているような円筒状の冷却流体導管９４や、または図５Ｂに示されているような矩形
の冷却流体導管９６などの、冷却流体導管に通して循環させることができる。スロット付
き導電性プレート９２は、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の下にぴったり適
合するように構成されるなど、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の背後に埋め
込まれるように構成され得る。少なくとも１つの断熱層（図示なし）を、エッジ誘導部材
の内側表面とスロット付き導電性プレートとの間に設けてもよい。スロット付き導電性プ
レート９２は、誘導加熱システム内で容易に取付けまたは取外しされるようにさらに構成
され得る。スロット付き導電性プレート９２は、銅、ニッケル、白金、金、銀、およびこ
れらの少なくとも１つを含む合金、から成る群から選択された少なくとも１つの材料を含
み得る。特に好適な実施形態において、スロット付き導電性プレート９２は銅を含む。円
筒状の冷却流体導管９４または矩形の冷却流体導管９６などの冷却流体導管は、銅、ニッ
ケル、白金、金、銀、およびこれらの少なくとも１つを含む合金、から成る群から選択さ
れた少なくとも１つの材料を含み得る。特に好適な実施形態において、冷却流体導管は銅
を含む。
【００５６】
　図６Ａおよび６Ｂは、本書で開示される別の例示的な実施形態の夫々断面図および斜視
図を概略的に示したものである。図６Ａおよび６Ｂに図示された実施形態において、エッ
ジ誘導部材８０´は背面板１８０を含む。特定の例示的な実施形態において背面板１８０
は、白金、イリジウム、パラジウム、ロジウム、およびこれらの少なくとも１つを含む合
金、から成る群から選択された少なくとも１つの材料など、エッジ誘導部材８０´の残り
の部分と同じ材料から作製され得る。特に好適な実施形態において、背面板１８０は白金
を含む。背面板１８０は内側表面１８２および外側表面１８４を有し、かつ好適には溶融
ガラスがその外側表面上を実質的に流れないように位置付けられる。
【００５７】
　背面板１８０は、外側表面１８４の少なくとも一部分の背後に位置付けられた誘導コイ
ル９０´で、誘導により直接加熱される。熱は次いで背面板１８０から、溶融ガラスに直
接接触するエッジ誘導部材８０´の表面へと伝達される。
【００５８】
　誘導コイル９０´は好適には、背面板１８０の外側表面１８４の背後に、外側表面１８
４にできる限り近づけて埋め込まれるべきである。例えば好適な実施形態では、外側表面
１８４に最も近いコイルの部分が、１０ミリメートル未満、例えば５ミリメートル未満、
さらに例えば２ミリメートルとなるように誘導コイル９０´は構成され得る。
【００５９】
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　特定の好適な実施形態では、背面板１８０の外側表面１８４と誘導コイル９０´との間
に、背面板１８０と誘導コイル９０´との間の熱伝達を最小限に抑えるように断熱材料１
９０を位置付けてもよい。適切な断熱材料の例として、例えばＲａｔｈから入手可能なＫ
ＶＳ高温真空成形板および型（KVS high temperature vacuum formed boards and shapes
）などの、アルミナ、アルミノケイ酸繊維、有機バインダ、および無機バインダのうちの
少なくとも１つを含むものが挙げられる。
【００６０】
　本書で開示される実施形態は、背面板１８０と溶融ガラスに直接接触するエッジ誘導部
材８０´の１以上の表面との間で熱伝達が促進されるものを含む。例えば特定の実施形態
において、背面板の内側表面と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の内側表面との間の
エリアの少なくとも一部分を、熱伝導率（κ）を有する材料で満たしてもよく、ここでκ
は、２５℃で１０から５００Ｗ／（ｍ・Ｋ）を含む、さらに２５℃で２０から４００Ｗ／
（ｍ・Ｋ）を含む、またさらに２５℃で３０から３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）を含む、２５℃で
少なくとも１０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、例えば２５℃で少なくとも２０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、さらに
例えば２５℃で少なくとも３０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、さらに例えば２５℃で少なくとも５０Ｗ
／（ｍ・Ｋ）、さらに例えば２５℃で少なくとも１００Ｗ／（ｍ・Ｋ）、またさらに例え
ば２５℃で少なくとも２００Ｗ／（ｍ・Ｋ）などである。
【００６１】
　図７は、背面板の内側表面１８２と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材８０´の内側
表面との間のエリアが、熱伝導ビーズ２００の形の熱伝導材料で満たされている、背面板
１８０を含むエッジ誘導部材８０´の斜視図を概略的に示している。熱伝導ビーズ２００
が存在していると、背面板１８０と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面との間の
伝導性（および全体の）熱伝達を実質的に増加させる。
【００６２】
　熱伝導ビーズ２００は好適には、その熱伝導率（κ）が、２５℃で１０から５００Ｗ／
（ｍ・Ｋ）を含む、さらに２５℃で２０から４００Ｗ／（ｍ・Ｋ）を含む、またさらに２
５℃で３０から３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）を含む、２５℃で少なくとも１０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、
例えば２５℃で少なくとも２０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、さらに例えば２５℃で少なくとも３０Ｗ
／（ｍ・Ｋ）、さらに例えば２５℃で少なくとも５０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、さらに例えば２５
℃で少なくとも１００Ｗ／（ｍ・Ｋ）、またさらに例えば２５℃で少なくとも２００Ｗ／
（ｍ・Ｋ）などの材料を含む。熱伝導ビーズは、例えば、アルミナおよび酸化ベリリウム
から成る群から選択され得る。
【００６３】
　図７はビーズの形の熱伝導材料を示しているが、本書の実施形態は、背面板１８０と溶
融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面との間に効率の良い熱伝達を提供するように、
および／または溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の温度が既定の温度勾配プロファイ
ルに従うよう背面板１８０と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面との間に熱伝達
を提供するように、他のタイプまたは構成の熱伝導材料、すなわちこのような熱伝導粒状
材料、非球状形状の熱伝導材料、およびエッジ誘導部材８０´の内部表面と適合するよう
に成形された熱伝導ブロックなどの固体の単一構造熱伝導材料、を含み得ることを理解さ
れたい。
【００６４】
　背面板１８０と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面との間の熱伝達の促進は、
背面板１８０の内側表面１８２と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の内側表面とのう
ちの少なくとも１つが、０．５≦ε≦１．０などの比較的高い放射率（ε）、例えば０．
６≦ε≦１．０、さらに例えば０．７≦ε≦１、さらに例えば０．８≦ε≦１、さらに例
えば０．９≦ε≦１などの放射率を有するように構成される、いくつかの実施形態におい
てさらに高まり得る。
【００６５】
　例えば特定の実施形態において、背面板の内側表面と溶融ガラスに接触するエッジ誘導
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部材の内側表面とのうちの少なくとも１つは、放射率（ε）が０．５≦ε≦１．０、例え
ば０．６≦ε≦１．０、さらに例えば０．７≦ε≦１．０、さらに例えば０．８≦ε≦１
、さらに例えば０．９≦ε≦１のコーティングなど、高放射率コーティングで被覆される
。特定の好適な実施形態では、背面板の内側表面と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材
の内側表面との両方が、放射率（ε）が０．５≦ε≦１．０、例えば０．６≦ε≦１．０
、さらに例えば０．７≦ε≦１．０、さらに例えば０．８≦ε≦１、さらに例えば０．９
≦ε≦１のコーティングなど、高放射率コーティングで被覆される。高放射率材料および
コーティングの例は、例えば、アルミナ、ジルコニア、およびその混合物、およびそのマ
ルチレイヤ、から成る群からの材料を含む少なくとも１つのコーティングを含む。高放射
率コーティングは、例えばプラズマスプレー技術またはフレームスプレーコーティング技
術によって塗布することができる。
【００６６】
　熱伝導材料および／または高放射率コーティングの使用を通じて、特定の例示的な実施
形態では、背面板と溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面との間の温度差が、５０
℃から２００℃までを含む、さらに１００℃から１５０℃までを含む、２００℃未満、例
えば１５０℃未満、さらに例えば１００℃未満などとなるように、背面板から溶融ガラス
に接触するエッジ誘導部材の１以上の表面への熱伝達を促進することができる。例えば背
面板の温度が約１３００℃である場合、溶融ガラスに接触するエッジ誘導部材の表面の温
度は、少なくとも１１００℃、例えば少なくとも１１５０℃、さらに例えば少なくとも１
２００℃、さらに例えば少なくとも１２５０℃になり得る。
【００６７】
　本書の実施形態は、エッジ誘導部材付近で例えば抵抗加熱器を使用するもの（抵抗加熱
器からエッジ誘導部材への熱の伝達を対流および放射に頼る）などエッジ誘導部材の失透
ガラスの蓄積を最小限に抑えることに関する他の方法を、上回る利点を提供することがで
きる。これらの他の方法は、必要な物理的空間の制約の範囲内で十分に失透を最小にする
のに必要な適正なエッジ誘導部材温度を得るための十分な熱を、エッジ誘導部材に伝達す
るには十分ではない。これらの他の方法は、本書の実施形態によって達成され得るエッジ
誘導部材の正確な温度制御を可能にすることはできない。さらに、これらの方法において
使用される追加の構成要素（抵抗加熱器など）は、延伸部付近で相当量の重大な物理的空
間を占める可能性があり、また製造部品とエッジ誘導部材付近に位置している設備とに著
しい望ましくない（かつ不必要な）加熱をもたらし得る。
【００６８】
　請求される主題の精神および範囲から逸脱することなく、本書において説明される実施
形態の種々の改変および変形が作製可能であることは当業者には明らかであろう。従って
、本書において説明される種々の実施形態の改変および変形が、添付の請求項およびその
同等物の範囲内であるならば、本明細書はこのような改変および変形を含むと意図されて
いる。
【符号の説明】
【００６９】
　　１２　　ガラスシート
　　６２、６２´　　成形ウェッジ
　　６６ａ、６６ｂ　　下向き傾斜成形面部分
　　７０　　底部
　　８０ａ、８０ｂ、８０´　　エッジ誘導部材
　　９０、９０´　　誘導コイル
　　９２　　導電性プレート
　　１８０　　背面板
　　１８２　　内側表面
　　１８４　　外側表面
　　２００　　熱伝導ビーズ
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　　１０００　　誘導加熱システム
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